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Sefctroafeche inrichting en werkwijzB voor bet vwvaaidigeaa ervoor 



Deultvindingbeeft betteMsmg op een werkwijze voorhet vervaaidigen van 
een dektronische ijiricihtin& omvattende de st^pen va«; 

- het aaobreogea van een lialfgeleidecelemeiit ea een eerste verbindingselemcnt aan een 
eeist© zijde van een smbstiaat mot oen eerste geleidende laag, onder vorniing van 

5 elektri«*<»nlacttnBsentenajitwtBt^ 

veiblndlngselemen^ cn oonoaponderende gplwderis in de eewte Ito^ 

- het aanbtengoi van een tweede geleidende laag aan wecrszijde van de etemented, onder 
vomiing van eJelrtrisch contact tusscn ten miaste dc tnree elomenten en de tweede laag; 

- het aaobreogen van eenpassiverend materiaal. wolkpassiverendmateriaal een oinhulling. 
10 vortntvandeelementecuen 

- hetsqpanjren vanhetgeheel vansubatraat, owihuUing en tweed© gelddende laagondcr 
Venning van de elektonisohe inridrfing. 

De uitvinding heeft tevens betrelddng op een dektionifiohe imJciittog met een 
eerate en een tegenoveriiggende tweede wjde, die vowzien is van een halfgeleiderelement 
15 met een eerste en een tweede aansluitgebied. dat zich bevindt tuasen een eeiste en een tweede 
laag van ©lektrisoh geleidend materiaal aan respectieveUjk de eerste en de .twjede aijde, 
welke lagen onderling via ten minste een eerste verblndlngselement elektrisoh verbonden 
zijn, in welke lagen geleiders volgena een gewenst patioon gedefinieerd 2yn. met ten Tninate 
een aantal waarvan het halfgeldderelement door de aansluitgebieden eleiktriach verbonden is, 
welke inriohting aan de eeiste zijde vooizien is van contactvlakken voor exteme contactermg, 
diewetten imoate een gedeelte van de geleiders in de eerste laag elektrisoh geleidend 
veibonden zijn, welke elementDn althans snbstantieel omhuld z^n door een omhoDing van 
pasaverond mateiiaaL 

De uitvinding heeft voorts betrckking op een folie. 



25 



Een dergelijke werkwijze en een dergelijke iniichting zyn beschreven in de 
nlet-voorgepubliceeide aanvraga IB02/Q2305 (PHNL010398), Hethalfgeleiderelement is hier 
eentransistor of een wat compleacer element waarbij er aan de eerste zijde een aantal 
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2 20.12-2002 
aansluitgebieden aanwedg djtj, aao de tweede zijde een aansluitgebied aanwezig is, 
waaimee een elektiisoh en/of tliexrmisch geleddende verbinding met geleidende Kjm 
gerealiseerd wordt, d.w,z. als heatsinlc of als contact De mricbting met hot 
verbinditigsBlemeait beeft bet voorded dat de externa contactering aan eea erjkel© de, ia dit 
5 geval de ©ersto zdjde, kan plaatsvinden, hoewel de aansluitgebieden sjich aan 

tegenoverliggende zijden bevinden. Het verbindingselement is bijvoorbeeld een liohaam van 
sUioitun of koper. 

In de bekende werkwij2;e bebben bet substraat en de tweede geleidende laag 
elk de vorm van geleidende platen. De elementen aangebracht op de tweeds geleidende plaat 

10 en va^tgemaakt met elektrisch geleidende lijm. De dementcn zgn hierbij aan de eerste zijd© 
voorzien van bumps. Daama de earste gclddende plaat aangebracbt wordt op bqmps. 
Vervolgens wordt bet isokiend materiaal, in casu em ^ogenoemd imderflll materiaal, 
aangebracbt vanaf de zijkanten van de imichtiing en ook nitgehard. Om em geleidende 
verbinding tot stand te brengm tussen de bumps m de eetste geleidende plaat woidt bij 

IS voorkeui een temperatunxstap uitgevoeid. De e^e plaat woidt daama met behulp van een 
masker in patroon geibxacht 

aanbrmgen van bet isolerend materiaal vanaf de adjkanten blijkt in de 
praktii k ongunstig. Bij de vervaaidigtag van een gtoot aantal iniichtingea tegelijkertijd dnwt 
bet rdatief lang, voordat het isolerend materiaal alle elementen omhuld heeft Bovendicn is 

20 er em aanm^toKjk risico, dat de elementen en de buinps onvolledig omhnld xaken, betgeen 
leidt tot mecbaniscbe spanningen en uitval. Voorts is de materiaalkewe beperkt tot de grocp 
van de trnderfaimaterialoi. 



25 Het is daarom een eer$te doel van de xdtvmding om een werkwijze van de in 

de aanhef omscbreven soort te verschaffenj waannee bet isolerend materiaal gemakkelijlc 
aangebracht lean worden, en waaibij de inricbting desondanks vanaf bet substraat opgebouwd 
kan worden en alle contactvlakken voor ejcterae contactering deb aan 6en zyde bevinden. 
Het esRste doel is daardoor bereikt dat: 

30 de tweede laag gepatroneerd is^ met onderling verbonden aansluitgeleiders en 

geleidets; 

de tweede laag ai^ onderdeel van een folie wordt aangebtacht^ onder voimitxs 
van eiektrisoh contact tuss^ ten minste de twee elemental en de aanslnitgdeiders, en 



20.DEC.2002 15:47 PHILIPS CIP NL +31 40 27434B9 nq 612 P Q/gw 

PHNL021492EPP 009 20.12.2002 15 

^ 20.12.2002 
het passJverend materiaal vanaf de tweede zijde van het hal%eleidcrdement 
door het folio heen wordt aangebracht, ... 

In de wedwijze volgens de uitvinding wordt in plaats van een tweede 

g6l6ideDdelaagindevoimvaneenplaateeafQUetoegepastHetfoliebevatdetweede 
5 geleidende laag in een reeds gepatronearde vorm, nmr dankzlj de.verbJndende fiwctie van 
verdere firfiedelen kan deze tveede gelddende laag.toch ala een geheel wordea aangebracht 
De veideie aiiedelenzijnbijvoorbeeldcen eldctdfichisoiarend^^ a3 dannietlosneembare of 
gepatrane(»de laag. Dankzij dlt 'pettneabele' fi>Ke kaa het isolerend materiaal vanaf de 
t^reede zijde van het halfgeteidaialementwordea aangebracht Erl^ 
10 ORpen'I^beschllcbaarvoarheteanfaengenyanhetiBoW 

pioces en een kleinere kans op onvollecKge omhnUing ala resultaat 

Het is ecn voorded van de wetkwgze volgcns de iiitvindini, dat de tweede 
geleideftdelaagnietaanwezigisindezaagbanea. De Mnwezighadvangeleiaendaateriaal, 
in het bip»nder toper, in dfl jaagbanen comp]i<»ert het 

15 vandegebruilcte2egeai.Hetisdattomgun8dgomhetkoperfotoathogr«fischt«v^^^^ 
Ben hthografische stap na de assembly is echter evemnin geweast vanwege praktlsche 

om8tandighedeninassemblageabiiefcea.]hdew«rkwa»volgemdomtvin^ 
probleem nagenoeg afivezig. 

Het is een verier vooidcel. dat de t«rcede gclddende laag additionele pattonen 
20 1^ bevatten voor verhoogde funetionditeit Spoetei,, coupleoa. shields an ndciostiips kmmen 
bijvoorbeeld aangebracht worderu 

Hetisinhetbyzondereenvoordeel.datdetwedegeleidendelaagveelme« 
pattonen kanbevatten.Ditffia«tohet«ogeUjkomn«>dulestemakenmeteensroota^^ 
dementen. zonder dat alle elemenfen via de tweede gelddeade laag onderling verbonden 
25 zijiL 

Hetisdaanu^steenvooideelvandewerkwijzedataengnDtevM^asteitaaniBoJereo^^ 
jnateriaJenvoordeombnllingtoegepastkanwordcaVooiboddenzUnglasep^ 
aotyiaten. poIyimiden» maar 00k tot glas uithardende sol-gel m^terialen. Het aanbrengen van 
het isolei«nd materiaal door het fblie heen km met verscheiden e aanbrengteehnieken 
30 plaatsvinden. Vooibeeldenzijiispuitgieten. sprayen, spin- of webcoaten etcetej^ 

hi eBneersteuitvoetingsvoimvolgens deuitvindingbevathetfoUe ee» 
losneambaie laag bevat die nahet aanbrengen aan de tweede zij de van bet 

halfealeiderelement verw«derd wordt Het folie ksn verwijderd worden, a^ngezien de tweede 
gepationeerde laag ondersteund wordt door de elementeo, en inhet bijzoader de 
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verbindingainiddeleii aaxi de tweede zijde ervan, Belcenite veibinding$mi(Jdelen zijn 
metaalbiimps en elektrisoh geleidende lym, Het is een vooideel van de uitvoeringsvorm, dat 
do tweede gepatroneerde laag in beginsel kan dieaen als substraat voor verdere elementen, 
Dfize elementea worden daarbij bij vocirkeur aangebracht voorafgaand aanhet aanbrengen 
5 van bet isolerend xnatctisaL De dikte van de tweede geleidende laag kan worden aangepast 
aan d© raassa van de verdere elementen, Bij voorlceqx echtet is deze dilcte beperkt, van 
ongeveer 100 nm tot 50 jim. Voorbeelden van elementen zijn halfgeleiderelementen, 
sensoren, beatsinks, passieve elementen etcetera. 

Tn oen tweede uitvoeringsvorm bevaC bet foUe een gepatroneettle, elektriecb 

10 isoleronde laag bevat, waarbij bet folie op zodanige wijze wordt aangebxaoht, dat de tweede 
gepatroneerde laag naar de elementen is toegekeeti De isolerende laag wordt bij voorkeur 
ingebed in het isolerend matCTiaal. Het is daarom gewonst dat de isoler«idB laag voldoende 
heoht aan bet isolerend materiaal. Bovendien dient de isolerende laag de 
wwntebehandelingen bij het uiflidrdea van het isolerend matetiaal van de omhulling en by 

15 bet hersmelten van solder en/of metaal to kunnen doorstaan. Voorta mag het isolerend 
materiaal geen negatieve invloed tiitoefenen op de weddng van de inncbting. In de pralctljk 
2ijn goede resqltaten vetikregen met dry sold^ resist, zoOu comn^eroieel verkdjgbaar bij 
onder meer NoTton, en structureerbare materialen als poljdniide en benzocyclobnteen. 
In een derde uitvoeringsvonn bevat het folie een elektriecb isolerend gaas, waarbij het folie 

20 op zodanige wijze wotdt aangebracht, dat de tweede gepatroneerde laag naar de elementen is 
toegekeerd, Qevonden as dat e^n deTgeUjk gaas voldoende stevigbeid biedt voor bet , . 
bijeenhouden van de tweede geleidende laag. Tegelijkertijd zijn er dankzij de open stnictaw 
van het gaas geen negatieve effecten op noiechainscbe en tbermiscbe stabiliteit van de 
omhulling of op de working van de imichting. Gaas, bijvoorbeeld van een nyloiunateriaal of 

25 van glasvezels. beefl in prindpc een voldoende thcnmsobe stabiliteit om de 

warmtebeliandelingen te doorstaan. Wanneer het gaas bij zo*n wanntebehandeling eohler zott 
smelten, kan dit cenvoudigweg opgcvangen worden door de onahulling. De mecbanisohe 
functio van bet gaas is op dat moment toch reeds oyerbodig geworden. Het gaas kan 
natunrlijk yersobafl wordeji op een losneembaie laag voor een vereenvondigde behandeling. 

30 De keuze van bet mib^traat is in beginsel geheel vry en slecht$ afhanlcelijk van 

de specifieke toepassing en do om&tandigbeienin de assemblage. Hetheeft daarbij de 
voorkeur dat een substraat toegepast wordt» waarbij in de eerste laag reed$ de 
aansluitgeleiders gedefinieexd zijn. Een dergelijk substraat beefl het voordeel dat na Het 
aanbrengen van het isolerend mateiiaal geen fotolifhografische stap meer nodig is, zoals 
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toegepast woidt in de besohrwen wtdwijze. Een eerste voorbeeM van een derg^^ 
substraatisbijvoorljeeld eenleadfl:amB.Ditlieeftnoghetn8deel. datdedwigetftactie vaniet . 
sutstraat en de aanslmtfunctie met gescheiden zun. em dat dus het doorsnijdeji van het 
metalen leadframe bij het separeren van het gehed van subsfcraat en omhulling ftoodsiakeUjk 
5 is. Ben tweede voorbeeld van een dergelijk fittbstraat is een folie met do easte geleidende 
laag, waarbij bet foHe loaneembaar is. Ben derde voorbeeld van em dergelijk substraat bevat 
een dtagerlaagmet ds eerste geleid^de Jaag. 

Het is bijzonder gunstig, -waimeer bet subptiaat eenopofferingslaag beva^ die 
na bet aanbrengen van bet passiverend maferiaal ten minste gedeeltelijk verwyderd wordt, De 
10 opofiferingskag is in wezen^en tijdelijke dragarlaag, Het voordeel van een opofferingslaag 
ten opzicihte van een fblie is de maatvastheid en de meohanische ^tabiUteit TegeKjfcertijd kan 
de eemte galeidende laag afivezig zjjn t^plaatse van de zaagbanen. Het verwijderen kan 
plaats hebben met bebulp van etsen, polysten of door bestraling met UV-straling. 

Het gebmik van een opoffiringslaag biedt twee additionelB mogelgkheden. 
15 Ten BBEstB kan doer selectievevenvijdering van deopofiferingslaagv^^ - 
aanbrengen vanhet isoleread awteriaal de eetsto gelddende laag in de QmhuUiug verankerd 
wotdeiL Ditleidttot een betereheehthigtaspea svjbstraat en ombulling. In het bijzonder |s de 
elektri^ch gelddcatde laag aan de van de eersto zflde a^ekeerdc z^fde verbonden is met een 
laag, die in wazen volgens hetzelfde patcDon als de gdeidende laag gepatroneerd is. Van deze 

20 tijasenlaagofsubJaagvandeopoffemigsIaaghebbettdepatroneaineenvIakpatanelato 
laag een Meinere diameter hebben, met als tesnltaat de verankering. 

Een tweede voordeel van ds opofFeriagsIaag is dat er op eenvondigB wij«e 
contactvlakken voor exteme contactering gerealiseerdtaamen wooden aan een tweede. van de 
eerste zijde afeekeerde zijde van bet aubstraat. In bet bijzonder hoeven er geen via's door een 
25 isolerendedragerlaagaangebracbttewoiden. 

Bijzonder gungtige resuttaten zijn verkregen met een opofferingslaag van Al 
m een gdeidende laag van Cu, zoals besohreven in de niet-voorgepubliceetde aanviage met 
nTmmierEP02076423.4( PHNL020318), enmet een dri^ of meerlaagsoonc^t van Cu-Al- 1 
Cu, zoals besohreven in d© niet-voorgepubliceerde aanvragen EP02076426^ (PH1^020327) 
30 enBPQ207$544.9(PHNLQ2U00). 

Voorts is het gunstig om de elementen aan de easte zijde te voorzien van 
bumps en aan do tweede zijde van elektrisch geleidende l«m. Ben uiterst goede ombulling 
van do «ilemanten kanbierWij verkregen worden door toapaasing van een vecvloeiende laag, 
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6 20.122002 
zoals een aczylaaflaa^, tusseahet siibstxaat en de elementen, zoals op zich bekenduit deniet* 
vooxgepnblicBerdeaawrageEP02077228.1 (PHNL020471). 

In een verdere variant omhult het passiverende materiaal teyens de tweede 
gq)atroneerd© laag en beyat hot substraat aan een Iweede, van de eerste zijde afgelceerde gijde 
5 contectvkldcen voor exteme contacterixig, Het is een groot voordeel van de inrichtiixg volgena 
de uitvinding, det alle contaotvlakken voor exteme contaoteiing zich aaa een enkele zy de 
bevindeiL Bij gebruik van bumps, in een ball grid array of een land grid array of andorszins 
voor de exteme contactering, kmmen de contactvlaJdcen dan aanwezig zljn in het substraat of 
in of op de tweede geleldende laag. Door de contactvlaldcen te definieten in het substraat kan 
10 de twede geleldende laag geheel omhiild worden. Zo ontstaat een iniichting die $lechts aan 

2ijde voorzien is vannaar buitennitstekende geleidende delen, zonder dat een additionele 
laag aangebraoht hoeft te worden Voorts blijft het aantal patronen in de tv^eede geleidende 
laag tot het minimum beperkC door positionenng van de contaotvlaldcen in bet substraat Dit 
is guzisti g voor het gemak ^v^aannee het isokcend materiaal kan worden aangebraoht. 

15 

Het is een tweede doel van de nitvlnding om een delctronische inrichting van 
de in de aanhef beschf even sooit te versehaf^ die met de W6±w4ze volgens de nitvinding 
veKvaardigbaar is, ea voonsien is vm interne geleiders om aansluitgebieden aan de tweede 
20 zijdenaardecontactt^lakkendoorteverbjnd^. 

Dit doel is daaidoor gerealiseerd dat 

de tweede elektrisch geleidende laag gepatroneerd is en voorrfen is van met 
een eer^e aansluitgeleider voor bet tweede aansluitgebied van het halfgeleiderelement en een 
tiveede aanslnitgeletder voor het vet:binding?element, welke aanslnitgeleiders ondo'Iing 
25 verbonden zijn; en 

de omhulling behalve de elementen ook de tweede geleidende laag 
stybstantieel omhult 

Met de orahulling van de tweede geleidende laag wordt de gewen3te inrichdng 

vedcregen. 

30 Als halfgeleiderelement kunnen allerlei elementen gekozen worden. Er zijn in 

wezon ten minste drie klassen van elementen tc ondcrscheiden; de eetste klaisse van 
elementen betreft verticale halfgeleiderelementen met aanshiitgebieden aan weeiszijden van 
het element. Dit betreft onder meer dioden en bipolaure transistoren. Met het 
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7 20,12.2002 
VBrtrindingselement, dat 2»wel een geleidend lichaam of bol als eea hatfeeleidftCBtenient als 
een passief element kan zijn, worden de geleidera naar de contactvlaton temggeletA 

De tweede Idasse van halfgeleidereleffienten voimen de halfgateiderel«neiiten 
waarin de verbinding met da tweede laag voor wannteafvoer en/of als baaarding dittit. 
Voorbeeldea Mervan ^ijn in het Wjzonder vewtedcers en ICe. In het byzonder is ds wafcwijze 
gesch&tvQorhet vervaardigen van een HVQFN-package voor eenlC. Hierbij woidthet 
halfgeleiderelementmet de achteczijdo ~ dat wil zeggen het halfgeldderiicJmm - op een als 
beataM gedefinieerde geleider in de eerate laag geplaatst De verbindingeelementeh ziju hier • 
lichamenof Mj voorkeaarmetaal- of soldeerbwnps. Vervolgenfj worden de aansluitgebifiden 
op het halfijeleideielement vtarbonden met de geleiders in de tvyeede laag. Via de 
verbimHngselemeiiiea worden deze naar de contactvlakken aan de eersta zijde van de 
inrichtingtwnggeleid. JulstdoOTgebrdk vanhetfoUeis ditmogeUi^^ 
namelykhet voordeligegevolft dat.de tweede laag dim uitgevoerd kan wordeo, in de orde 
van 0.1 tot 10 ^m-DaanneckandeiBSoltttie van bet patroonverfioogdwoideii tot een niveau • 
vereirt wor een gSblBgreeixJe sGhakeBngmet tieatalkn aanslui^ 

Eenvergel^kbare jwictoingis opzidibcJcmdTOtUS6^00,16I. Hierinisde 
tweede laag echter aanwez^g op een apart drt^Iaag, die ook als intetposer tekend is. Deze 

diagerlaagwordt daaibifidet onihttld door bet paasivcrendmateriaal. Een voQideel van de 
imichting volgens de uitvinding ten opziebte van de bekende intiChting i» allereerat de 
compacmeld - met name wat betreft dikte - en vervolgens de eenvond van de assemblage. 
Een verder voordeel ten opzichte van conventioneleHVQFN-aasemblagetecshnieken zijn, dat 
bij het separer^ niet door het HVQEN-Ieadfirame heengezaagd hoeft t© voi^Bn. ^ fiebwik 
van eea opoffcringslaag als dael van het substraatkan een verder voordeel behaald worden; 
namefijk dat de individnele imichtingen pas in eea zeer laat stadium van de produktio. b(j 
voorbeeld na het testen. defluitief gesepareerd worden. Dit sepai^ren kan plaatehebben door 
vBTwijdeiing van de opofferingslaag, bijvoorbeeld door te dsen in een gesdiikt bad. wanneer 
de omkuUing teeds eerder gesepareeeid. is. 

De derde klasse van hal^eleiderelementen vormen de halfgeleiderelementen 
die sleohts met de eerste laag vrabonden zljn. Daamaast zijn er in de tweede laag en/of als 
verbindlngselementen elementen aanwezig die 2»rgen voor toegevoegde fUnctionaliteit In 
hetbljzonderis hethalifedeiderelement hierin een gdntegreerde achakeling. De elemmten 
die zoxgen voor toegevoegde fimdionaKteit zijn bijvooibeeldprotectiedioden. 
ontkoppeloondflnsatoren, in de tweede laaggedeliniecrde upoelen, weetstanden of oek 
sensoreo. 
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Het verbindingselement is bij voorkear eea lichaam yaa Silicimn of koper. 
Auderszlns kan liet oolc eeu metaal- of soldeerbal ziju, in het bijzonder wamieer het 
halfgelexderelement een geringe dilcte heeft. Het verbindingselement kan echter zelf ook een 
hal^eleiderelemeot of eea passieve component zijn- 

De inrichting is op gunstige wijize verkrijgbaar met de werlcwijzie volgons djs 
uitvindhig, en lean met vootdeel 66a of meer van de bijzondere kenmerken bezitten, die * 
daaxbij be3cbreven zijn met betrelddng tot het substraal^ de patronen in de tweede geleidende 
laag, etcetera. 



10 



15 



20 



Het is een derde doel om em folie te vorschaffen voor gebntik in de 
iiitvinding. Dit doel is bereikt in een fi)lie omvatteade een gepatronaerde^ elektriiscb 
isiDlereiidd dragerlaag en een gepatroneerde ekkttiscb geleidende laag. In de geleidende laag 
zijn aanduitgelddetrss interconnectvorbindingeA etcetera volgetiis een gev^en^patroon 
aangebracht De dragerlaag is bijvootbeeld een gaas of een soldeezresist In het bijsionder is 
de dragerlaag vervaardigd van een materiaal dat warmtebehandeling van 200-300 kan 
doorstaan« aangezien het in de inrichting geintegreerd kan woiden. De patronen in de 
dragerlaag omvatten openingen waaidoor passiverend materiaal kan $tromen, In het 
bij^dar bij gebruik ya^i een spmtgietproces geniet het de voorkeur dat de openingen gelijk 
zyn aan of groter zijn dan de af^tand tussen het folie en de matiijs. Ben gebniikelijke maat is 
bierbij ongeveer 300 |jm. Het folie ken voorsien zijn van eea losneembare laag. 



Deze en andere aspecten van de weikvyijze en de inrichting volgens do 
25 uitvindmg zullen nader toegelioht wotden aan de hand van onderstaando, schematische 
figorcn, waarin; 

Fig. 1 A-F ^ohematlache doorsneden van de inrichting tcont in een aantal stadia 
in de werkwijze; 

Fig. 2 in dwatsdoorsnedc een tweede uitvoeringsvoxm van de inrichting toont; 
30 Fig- 3 in dwarsdoorsncde een derde uitvoeringsvoixn van de inrichting tooni; 

Fig. 4 in dwarsdoorsnede een vierde uitvoeringsvonn van de inrichting toont; 

en 

Fig. 5 A-C in bovenaanzicht drie uitvoerlngsvoimen toont van het folie voor 
gebruik in de weifewijze. 
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De figuren ajn niet op schaa] getekcQd en sommige afinetingen zijn ter wflle 
vmdedmdelijkheidoverdteven weergegeven. Overeenkomstige gebieden of ondeMelea^jn 
zoveel mogelok vjin hcfedffle verwijzingsdjfw vo(W^ 

Kg. lA-S toont schematisdh en in dvaisdoonenede een mtal stadia in de 
verrawdigteg van de elekiiontedie inri^ 
uitvkding. . 

Kg. 1 A toont een sUbstmt 10. met een opofferingsla^ U w een eerste kag 1 
vatteldctri«*geleid8ndmateriaal.HetgeHdendin^^ . , 

vooriceureendiktevan l tot 10fim,terwijldeopo£&ringslaagll inditgey^ of een 
tegering van Al b evat De eerste iMg 1 13 vocazicn een heohtlaag voo^ 
bijvoorbeeld van Sn. m de earste la^ l zijnaansluiigeleidera 12,13,14 gede&neerd. Lidien 
goweost zijn ook anderc, hier niet weergegwen geleiders aanwezig. De eerste laag I ian. 
oader meer gepalroneerd wdenmetbahiilp vanetsen.b;fYoori,celd door hetaanbieagen 
van een fetomasker en gebruik van fenicWoride als etsmiddel. Na het patroneren van de 

eemelaaglisinditw-tvoeringsvoorbeeld,hetfi^enechteraietes5entieelis,eeae^ ^ 
uitgevoerd.Hierby isdeopofferingslaag 11 gegtstzodanigdatdegeleidere 12. 13> Minde 

eerste laag 1 gedeeltelijk worden ondergeetst. Ben gescthikt etsmiddel is . nat^^ 

Mg. IB toont het substraat 10, nadat aan een ecrstc zijde lOl ervan eeil 
onanderbroken elektrisoh ieolerende laag 7 Is aangebiacbt De isolercnde laag 7 is M« een 25 
Mm dfldcB Jaag van een kanststof die een acrydaatfoHe omyat. Het aciylaatfolie wordt oader 
geringe dnft en matige verwarming op de van tin lagen voorzienfi eerste gepalroneeide laag I 



25 



30 



Fig. lCtoontdepiovisionele,nogmet gesepareerdeimichting90 nadateen 
hal^eleidereleraent 20 en een eewte verbindingfiolement 30 aan de eerste zg^^ 
substraat 10 zijn aangeteacht Het halfgeleiderelement 20 ia bier een bipolaire transistor, 
terwijl het eerste verbindingselement 30 een lichaam van koper is. De elemeiitea 20,3 0 Ljn 

vootzienvanmetaalbollen22.inditg«valvanAn.DeniataalboUen22bevindenzipbop 
aandd^ebieden 21 op het hal^eidetelemeni. die op conventionele wijze zijn gedefinieetd 
whethal^elelderelement. Door een wanntebehandelingt«den8 of nsbet aanbrengen van de 
elementen. bijvoorbeeld tot ongeveer 100 woidt de isolerende laag van acrylaat varweekt 
enzaldcendemetaaIboIIen22naarhflt oppcrvlakvanhetsubstraat lO, waama de 
DaetaalveAinding tot staiul gebtacht woidt door verdere verhitting tot bi|voarbeeld 265 'C. 



i 
I 
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Zoals do vakra^ begrijp©, is <le2:e temperatum afhankelijk van het toegepaste 
fioldefisnnateriaaL Desgeweiifit kam gebruik gemaakt worden van - met in de tekening 
weergegeven- drulaniddelen. Op middclen ter yerwarmmg, die Wei aan de onderzijde van 
het aubstraat 10 worden gehouden, zijn met in de tekentag weorgegeven. 
5 Pig. ID toont da imiohting 90 nadat het folie 40 is aangebracht op do 

elemcntea 20,30. Het folie 40 beval een tweede g(3patroneerde laag 1> met een dlkte van bij 
vooriceur 30-60 p-m en in dit voorbeeld een gepatroneerde isolerende laag 41 van een diy-film 
solder resist. Het folie wordt vastgeniaakt aan do elementea 20,30 met behalp van lijmlagen 
42> 43 van een elelctriscb. geleidende lijmsoort, bijvooibcdd eea met Ag gevulde epoxy, zoals 

10 devakmanbekend» 

Fig. IE toont de inriohting 90 nadat isolerand materiaal is aangebracbt ondcar 

vonning van de omhuHing 50. Het eanbrengen van het ipolcrend materiaal gebeiirt hiermot 

spuitgieten in een niet weergegevaoi matrijs door de isolerende laag 41 van het folie 40 been. 

Ala isolerend matariaal wordt Wj voorbeeld een epoxy toegepa^ die met een 
15 wamitebebandBling wordt uitg^ayd. De onahnlling 50 omvat de acsrylaatlaag 7 en omhnlt 

niet alleen d© elementen 20,30, niaar tevens de tweede gepatroneerde laag 2 en de isolerende 

laag 41. 

Fig. IF toont de iniicMttg 100, nadat eerst de opofFeringslaag 11 verwijderd is 
en vervolgeas de inrichting van de naburigo niet-weergegevesn inriohtingen gesepareerd i$. 
20 De contaotvlaldcen 12, 13, 14, Wer identiek aan de aansluitgelciders en onderdeel van de 
eerste laag 1 verschijnen zo aan het oppeivlak aan de eerste zijde 91 van de inrichting 100, 
terwyl de tvveede laag 2 aan de tweede z^jde 92 van de iiirichting ingebed i$ in de omhuUing 
50. 

Fig. 2 toont in dwarsdoorsnede een tweede uitvoeringsvorm van de imiohting 
25 J 00. la deze uitvoeringgvorm is een felie met een losneembare dragerlaag toegepast Dit 
resulteert eiin, dat het folie 40 in de inriohting 100 sleohfs bestaat uit de tweede 
gepatroneexde laag 2 en lijmlagen 42> 43- Een veider verschil met de in Hg, 1 getoonde 
inrichting is bet substmat 1 0. Dit substf aat bestaat in dit voorbeeld nit een vijflaagsstapel, 
waaibij de bovenste hechflaag 13 weergegeven. De ovetige lagen zyn de eerste 
30 gepatrone^d© laag 1. een tupsenJiaag 81. in dit geval van een Al legedng, een onderjaag 82 
van Ctt en een hechtlaag voor soldeer 83, bijvoorbeeld van Tl Vanzelfsprekend kunnen ook 
andere materialen gekozen worden. Doordat de patronen In de tuasenlaag 81 een kleinere 
diameter hebben dan die in de eenste Jaag 1 wordt de eerste laag 1 mechanisoh verankerd in 
de omimlling SO, in casn het gedeelte dat door de acrylaatlaag 7 gevomd wordt Dit substraat 
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10 is qangebracht nadat de tussenlaag 81 gededtelyk verwij'detd was. De Onderlaag 82 wordt 
nahet sanbrengOT van deonAijlJing 50 gedeeltdijTc verwijdc^ 
soldeer 83 als etsmasker toegepast wordt. 

Kg. 3 toont in dwarsdoorsnede eea derde uitvoeringsvorm van de inriditfag 
5 100 volgens de uitvinding. In dit ultuoeringsvoorbeeld is de esrste laag 1 gepatroneerd tot 

gelaidets 16, 18, 19 m de vonu van een HVQPN-lead W (Hgt-Voltage Quad Fto^^ 
leaded). Daarop zyn behalv© eenhalfgdeiderelement 20, ia caau een geMegtee^^^ 
schalcelmg, eeii«eme en eea tweede verbindingseleinmt 30,31 aanwezig. Deze elementen 
2ijn met geteidcnde Kjmlage,! 44, 45,46 op dc ee«te Jaag 1 geplaatst De eerste laag 1 kan 
10 WertoetijdensdevervaanKgingQnderstoindzundooreeftlgi^ 

wettgegeivmcTio£feringsIaag.maarditi8iHetnood2akdijk..Dee8K^^ 
voorbeddC!u.DeeIemeaten20.30,31 ^fjnopdeeerstelaag 1 geplaafet, waarbij z^reedg 
voonrien-wrttrea vanmetaalbollen 22. Qp demetaalbollmbevindtaich ee^ifoHeinct cea 
gepationeerde isoteKSode laag 41 cn de tw^ 

15 »«te^ollen22iatoegekeerdene«ametaalverbindlaggevonndi8.DetVfeedel^^ 
daartoe bu voorkeur v<»raen van ean ges.*ikte hechflaag. In do tw 
aanduitgeleiden, 12, 13. 14. 15 aedefimecrd.waarby geleldera 12, 15 zorgen voor een 

geleideadeverbindmgt«.sendabelrd&adecontactai8anhethaI^eleide^ .. 
verbiadingHeIanxeatm30,31. Ool. de geldde« 13. 14vamxanintercoimeetved,i«dm@annaar 
20 verdere.nletweetgegcvenverbmdingselementen.lndei«a]^ 

aangegeven contacten waacschijnlijk, in bet bijzonder bjj complete gantegreerde ? 
scbakelingen. 0mdltaantalgeleiderslcvrfjttelaim,enmdet*eedelaag2iiade2eb« 
voorkenruitgevoerdals dumielaag vanniinderdans fim aimeteenditer^^^ 
elementen20.30,31rijncmdiuIddQordeoinhttIJing50,metaandee«^e2ijde9^ . 
imichting 100 de contactvlaMcea 16, 17, 18, die in dif geval ondordeel ^yn van d^ 

l.AandetwBede2ijde92streMriohde<mUauUingtotbovondeisolerendclaag41 uitDitis ' 
echternietnoodzakelijlL | 

Kg. 4 toont in dwarsdoorsnede een vierde uitvoeringsvotm van de imichting 
lOa De.e h^at een hal^Ieidarelemant 20. in casu een golhtegreerde acbalceling. die xnet 
metealboUen22 aan de eerate laag 3 is verbonden. Voortebevat de mrichting 100 een eeme 
eaeentveedeverWndingsclemem30.31..waarvanheteerateeendiodeisen 

fideidend lichaam. De t^eede laag 2 ia bier een intercomiectlaag. die het eerate met het ' 
tweede verbindingse]ement30,31 verbindt Deaanalnileeleiderfl mde eeratelaag I ^jn 



i 
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voorts via de tussetilaag SI verbondeixmet contactvlaklcen 16,17,18 in de ondedaag 82. Het 
substraat 10 bevat voorts isolerend materiaal 85. 

Kg, 5A-C toont in bovenaanzicht drie uitvoeringsvormen van het folie 40. Het 
foliebevat een dragerlaag 41, die ten njioste in de in Eig. 5A en 5C getoopde 
5 : tdtvoeringfivonnen van elektriscb isolerend materiaal Js. Het folie 40 bevat voorts de tweede 
gepatroneerde laag 2, ^vaarin een gewenst patroon gedefinieerd is. In 4e Jiier getoonde 
uitvoerijigsvonnen betreft het twee gdeiders, waajmee elementen 20,30 zoals getoond in Fig. 
1 en 2 onderling verbonden kunnen worden. K& 5A toont de nitvoeringsvotm waarbij een 
gaas, bijvoorbeeld van nylon, als dragerlaag 41 wordt toegepsst. Fig. 5B toont de • 

10 uitvoeringsvoim waaib^j een losneembare laag ab dragerlaag wordt toegepast. GescMkt is 
hiertoe een polymere laag, waarop een in gewenpte mate Idevende Ujtnlaag is aangehraciht 
Fig. 5C toont de Tjitvoeringsvom waarbij een gepatnineerd© laag aJs dragedaag 41 tirotdt 
toegepast Deze dragerlaag is vooizien yan qpeningen 49, die met een bekende. bij vootkeur 
goedkope patronedngstechniek zyn verkregeo. Het tn Fig. SG getoonde folie kan op een 

IS voordelige wijze vervaardigd worden door de soldeeuesist ook als etsmasker te gebruiken» en 
sommigo patronen onder dit etsmaslcet door onderets te veiw^d^en. Het resultaat hiervan is 

dat cr de gelddende laag een dikte van enkele tientallen micions meet bebben, 
bijvoorbeeld 30-60 tniorometer, Met andeze technieken en met een apart etsmajsker zijn 
nattturlijk ook geleidende htgen met een geringere dikte en daannee een hogere resolutie, 

20 bij voctbeeld van 5-10 ndcrona spoo3t»ieedte en onderlinge a&tand tnssexi de sporen 
realiaeerbaar. 
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CONCLUSIES: 



1. WeilcTOjzevoorhetvervaardigen 
omvattende de stappen van: 

het yer^chaf&n van e&i siibstraat met een eer&te laag van elektrisch geleidcnd. . 
: S materiaali in welke laag gelddens gede&iieerd zijn of worden volgens een gewenst pairoon; 

het veischaffen Van een folie met een twecde gepatroneerde laag van 
elelctrisch geleidend matenaal, in wellce laag geldders gedefinieerd zijn volgens era gewenst 
I patroon; 

het aanbrengen van een halfgeleiderelement en eea eeiste verbindingselement 
10 aan em eerste zdjde van het substraat, onder voming van elektrifioh contact tussen ten minste 
twee vandedementen. waaronderheteer$teverbindingselanent encort^ . 
gal^ders in de cerste laag; 

het aanbrengen van hst folie aan weerS2\jde van da elementen, onder vonning 
van elektiisch contact tussen ten mindte de twee elementm en de corresponderende geleideis 
IS indetweedelaags 

het aanbrengen van een pasaverend materiaal vaoaf de tweede zijd© van het 
halfgeleiderelement door het folie heen, welk passiverend matedaal een omhuUmg vonnt van 
deelementen$en 

hot separeren van het gebeel van sobstraat, omhulling en tweeds geleidende 
20 laag onder vonning van de elektronischo inrichting, 

2. Werkwij>& volgens Conclnsie 1, naet het kemneik dat het ftiUe een 
losneexnba^re laag beyat die na het aanbrevig&n aan de tweede zijde 
halfgeleiderelement verwydcrd-wordt 

25 

3. Werkwijze volgens Con<flusie 1, met het kenmerk dat het folie een 
gepatroneerde, elektrisch isolerende laag bev^t, waarbij het folie op siodanige wijze wordt ■ 
aangebraohtj dat da tweede gepatroneerde laag naar de eleme^ten is toegckeerd. 
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4- Werlcwij2e volgens Conchisie 1, met he* kenmerlc dat het folic een elcktrisch 

isQlerend gaas bevat waarbij het fblie op i^odaaige wijze wbrdt aangcbiacht, dat de tweede 
gepatroneerde laag naar de elementen is toegekeerd. 

5 5. Werkwijze volgenB Conolusie 1 , met het kenmetk dat een substraat tocgepast 

wordt, waarbij in de eerste laag reeds de aanaluitgeleiders gedcfinieerd zijn. 

6. Werkwijze volgens Conclusie 5, met het keamerk dat het substraat een 

opoiferingslaag bevat, die na het aanbrengen vanhet passiveresnd materiaal ten minste 
10 gedeeltehjkvefwijderd wordt. 

7; Werkwijze volgens Conclttsi e 1 of 5, met het kenmedc dat het passiv^eaid© 

materiaal tevens de twcede gepatroneerde laag omhult en dat het substraat aan een twcede, 
van de eeiste ^jde afgekeerde zijde contaotvlakken bevat voor exteme oontactering. 

15 

Blektromsche iiuichting met een eerste en een tegeaoverliggende t^veede zijde, 
• die voorzjifin is yan een halfgeloidwelement met een eerste en een tweede aansluitgebied, dat 
2ioh bevindt tussea een eerste ^ een tvyeede gepatrone^de laag van elektrisoh geleidend 
materiaal aan respectievelijk do eerste en de tweede zijde, weJke gepatroneerde lageai 

20 onderling via ten minste een eerste verbindingselement elektrisch vwbonden zyn. in welke 
lagen geleiders volgens gev7eTi5te patconen ^definleerd zijn en met geleiders in ten xninate 
6&n van weike lagen het halfgeleiderelement door de aanshntgebieden elektrisch verbonden 
is, welke inri.chting aan de eerste zijde vooizien is van contactvlafcfcon voor extemc: 
contactering, die met ten minste een gedeelte van de geleiders m de eersto ^atroneerd© laag 

25 elektrisch geleidend verbonden zijo, welfce elementen en -^velke Iweede gepatroneerde laag 
althans substantleel omhuldzijn door een omhulling vanpassiverendmateriaaL • 

9. . Elektronische inrichting volgens Conclusie 8, met het kenmerk dat de tvsreedp 
geleidende laag, aan de van de elementen afgekeerde zijde, voorzien is van een 

30 gepatroneerde isolerende laag. 

10. Elektronigche inrichting volgens Conclnsie 8, met het kenmerk dat de tweecje 
geleidende laag aan de van do olcmcaten afgekeerde a^ijde, voorzien is van een gaas van 
isqlerend materiaal. 



20.DEC.2002 15! 52 PHILIPS CIP NL +31 40 2743489 

PHNL021492EPP 



. . NO, 612 P-21y24 

021 20.12.2002 15:52:46 



15 2D.12.2002 

11. ' Folie omvattende een gepatroneerde, elektriscb isolerendc dragerlaag en eeai 

gepatroneerde, ebktiisch geleidend&Uag, welkepatroiien vaa^ 

S 12, Folie volgens Conolusie 1 1» met het kesnmeric dat de isolerende dragerlaag een 

gaas id. 
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ABSHtACT; 



The device of the invention comprises a semicondttctw element, ^ first 
connection element, a first patterned electrically conductive layer and a second patterned, 
electrically condnctlye layer. The device Is Jbrfher provided Tvith an encapsulation that 
enoapsuJateiS all except the first conductive layer, which is part of flie eubstiate. 
5 The device can sui&bly made in that the second conductive layer is provided in 
pr^attemed foim a peaneable insulating layer as a foil. 



Kg, IF 
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